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DSA8300*1 采样示波器 IConnect® 软件 - 80SICMX • 80SICON • 80SSPAR

DSA8300*1 采样示波器 IConnect® 软件
80SICMX • 80SICON • 80SSPAR 产品资料

主要特点和优点

使用 TDR 示波器迅速获得 S 参数

－差分﹑单端﹑混合模式；插入损耗﹑回波损耗﹑频域串

扰

－ PCI Express ﹑串行 ATA ﹑ HDMI ﹑ Infiniband ﹑千兆

位以太网一致性测试，包括眼图模板测试

－简化了校准程序，使人为错误达到最小，轻松完成夹具

反嵌

－直观﹑简便﹑准确地执行串行数据﹑千兆位数字设计和

信号完整性测试

合成眼图测试，了解互连链路性能

- 应用行业标准 (PRBS, CJTPAT, K28.5, HDMI, 等等 ) 或

用户指定压力模式

- 建立发射机和接收机均衡对信号损伤的影响模型

- 插入抖动和噪声，仿真实际环境信号

- 在数据链路任意点上测量计算得出的 BER、眼图张开程

度、抖动和噪声，进行 BER 模板测试

简便地分析互连抖动﹑损耗﹑串扰﹑反射和振铃的来源

－同时在时域和频域中分析互连 

－迅速执行互连链路分析，保证系统级仿真精度 

更准确地进行阻抗和 S 参数测量

－获得更准确的阻抗和 S 参数测量数据 , 采用业内最优秀

的 TDR 性能和 Z-Line 多反射阻抗反卷积算法，增强

TDR 分辨率

－支持增强精度 TDR 采集，提高 SFDR

－快速简便地定位封装和 PCB 轨迹故障的位置

－ 50 校准，不需要耗时的归一化

使用脚本和程序控制可实现自动进行制造测试和研发测量

－通过命令行界面实现许多功能 (S 参数﹑ Z-Line 等等 )

高效提取 PCB ﹑柔性电路板﹑连接器﹑电缆﹑封装和插座

模型

－拓扑模型和行为模型，基于测量数据提取 SPICE 模型

－使用 MeasureXtractor 把 TDR/TDT 或 VNA 数据自动转

换成 SPICE；保证模型的无源性﹑稳定性  和因果性

本 软 件 优 化 用 于 带 有 80E10 ﹑ 80E08 ﹑ 80E04 真 差 分

TDR 模块的 DSA8200 数字串行分析仪 ( 即采样示波器 )

应用 

高速 PCB ﹑电缆组件﹑连接器和 IC 封装测试

串行数据网络分析。

SATA ﹑ PCI Express ﹑ FB-DIMM ﹑ HDMI ﹑

FibreChannel ﹑以太网和其它串行数据标准一致性测 试

消费电子测试

通信测试

计算机测试

*1 另外还兼容 DSA8200、TDS/CSA8200、TDS/CSA8000B 和 TDS/CSA8000
采样示波器。
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高效评估千兆位互连链路和设备的软件

随着数字电路的时钟速度和上升时间不断提高，互连的信号

完整性影响着数字系统的性能，在时域和频域中准确有效地

分析互连链路，可以预测信号损伤﹑抖动﹑串扰﹑反射﹑振

铃﹑数字误码和眼图恶化，对保证可靠地运行系统至关重要。

IConnect 软件基于测量结果评估千兆位互连链路和设备性能

提供了高效﹑简便易用﹑经济的解决方案，包括信号完整性

分析﹑阻抗﹑ S 参数和眼图测试及问题隔离。在 IConnect 和

内置 IConnect 线性仿真器的帮助下，您可以在几分钟内 ( 而

不是几天内 ) 完成互连分析任务 , 加快系统设计周期，降低设

计成本。

最简便的方式实现串行数据网络分析中的互连 S
参数测量

IConnect® S 参数为从事千兆位速度设计的数字设计人员提供

了高效而简便易用的工具，IConnect 软件可以对各种互连执

行单端﹑差分和混合模式 S 参数测量，测量插入损耗﹑回波

损耗和频域串扰，进行互连电接口标准一致性测试。

高效

IConnect S 参 数 在 DSA8300 TDR 平 台 上 运 行，IConnect 

S 参数测量为数字设计﹑信号完整性分析和互连一致性测试

提供最经济﹑最有效的方法。IConnect S 参数与同带宽的

VNA( 矢量网络分析仪 ) 相比，使成本节约达 50%，并且明显

加快了测量速度。您还可以利用 IConnect S 参数命令界面进

行 S 参数测量，使用 TDR 仪器执行一整套制造测试。

校准和测量简单

使用参考 ( 开路﹑短路﹑通路 ) 和可选的 50 负载可以校准 S

参数，从而可以轻松地完成测量﹑夹具反嵌及移动参考平面。

校准的简单使得在测量中人带来的误差最小化。Touchstone

文件格式输出可以简便地共享 S 参考文件，进一步进行数据

分析和仿真。

通过增加 IConnect® S 参数向导，1-4 端口单端和差分 S 参

数校准和采集变得更加简便。这种“迷你应用程序”会引导

用户完成 S 参数的设置、校准 ( 包括信道时延校正 ) 和采集，

为一台或多台 DUT 自动生成 Touchstone 文件。

性能

泰克提供多个真差分TDR模块，这些模块与IConnect相结合，

S 参数测量可以达到 -70dB 的动态范围。这种性能已经满

足了串行数据分析﹑数字设计和信号完整性应用的需求，串

扰精度达到 1%(-40dB)，电接口一致性测试模板需求的测量

范围一般为 -10dB 到 -30dB。下表汇总了这些真差分 TDR

模块的性能指标。在接收机端增加带宽更宽的模块 ( 如使用

80E09 作为接收机，使用 80E10 作为信号源 )，将保证为插

入损耗测量提供最高的带宽。

真正差分 TDR模块的性能特点

80E10	 12PS	 15PS	 50GHz

80E08	 18PS	 20PS	 30GHz

80E04	 23PS	 28PS	 20GHz

典型上升时间	 	 S 参数带宽

由于具有长记录长度采集能力，IConnect® 为执行 S 参数测

量时获得需要的频率范围和频率步进提供了很大的灵活性。

可以采集高达 1,000,000 点数据。
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高效简便地进行互连信号完整性分析及建立SPICE
模型

IConnect 软件可以迅速简便地从 TDR/TDT 或 VNA S 参数测

量中直接产生 PCB ﹑柔性电路板﹑连接器﹑电缆﹑封装﹑插

座和 I/O 缓冲输入的 SPICE 和 IBIS 模型。IConnect 可以快

速地分析数字系统中的眼图恶化﹑抖动﹑损耗﹑串扰﹑反射﹑

和振铃。IConnect 线性仿真技术允许设计人员把多条互连通

道连接起来，评估整个通道的整体时域和频域性能及眼图。

IConnect 大幅度简化了互连链路﹑均衡和预加重设计的信号

完整性分析，同时简化了发射机和接收机之间互连链路的分

析。

封装﹑插座和连接器设计人员

IConnect 可 以 使 用 JEDEC 或 IBIS 行 业 标 准 计 算 程 序 ﹑

IConnect MeasureXtractor 自动建模工具或其它差分和单端

TDR 建模程序来计算封装﹑插座和连接器的 L 和 C。可以应

用相同的建模程序，测量 IC I/O 缓冲器的输入或输出电容。

还可以使用 IConnect 命令信号界面，自动进行这些 JEDEC 

L 和 C 测量。

电缆和连接器制造商

IConnect 提供了最快速﹑最经济的眼图模板﹑插入损耗和回

波损耗及频域串扰规范一致性测试。可以使用 IConnect 命令

行界面，执行 S 参数一致性测试。眼图模板测试还可在眼图

中考虑串扰的影响。此外，IConnect 能够简便地提取模型，

包括趋肤效应和介电损耗﹑插入损耗和回波损耗﹑眼图恶化

和频率相关 RLGC 参数，分析均衡和预加重对电缆组件性能

的影响。

大型计算机和服务器主板和通信背板设计人员

背板和主板设计人员可以详细分析电路板﹑连接器和封装

互连的信号完整性性能。使用内置 SPICE 仿真器链路或

IConnect 线性仿真器，预测由于频率相关传输线损耗和串扰

在互连中导致的眼图恶化。

MeasureXtractor：从 TDR/TDT 或 VNA 测量到
仿真，提供快速测试方式

MeasureXtractor 是一种自动模型提取工具，只需按一个

键，就可以根据测试结果准确地建立互连的 SPICE 模型。

MeasureXtractor 可以引导您完成数据采集过程，帮助您采集

TDR/TDT 或 VNA S 参数数据，自动准确地生成与互连时间

和频率响应相匹配的模型。

可以到仪器的最高频率，准确地预测损耗﹑散射﹑抖动﹑串

扰﹑反射﹑和振铃。在模型提取过程中，必须明确地实施模

型的无源性，MeasureXtractor 通过专有算法保证了模型的无

源性。这意味着使用 MeasureXtractor 生成的互连模型不会

人为地放大信号，在系统级仿真中使用时，不会振荡或生成

没有因果关系的结果。

MeasureXtractor 生成模型。这种模型不考虑互连的实际拓扑，

而是以仿真效率最高的方式准确地表示互连的时间和频率行

为；在 MeasureXtractor 中，使用的组件数量达到最小，保

证了无源性。

行为模型和拓扑模型方法比较

特点 行为模型 拓扑模型

测量要求 要求测量整个端口 仅 TDR( 反射 ) 可能已经

足够了

拓扑选择 自动进行，不需要

用户干预

用户控制 ( 从 TDR 测量

中简便直观地进行控制 )

模型提取 自动进行，不需要

用户干预

用户驱动；劳动密集程

度更高，要求更多的

技能

模型类型 “黑盒”，不允许

内部变动

直观，拓扑与模型相关

限制 大型模型，适用于长

互连 ( 背板，电缆组件 )

为大型损耗互连提供了

高效的模型提取流程

应用 在仿真中迅速加入 S

参数或 TDR/T 测量值：

“do-it-all”建模

工具

完善的建模技术“若则”

方案分析，调试和查找

信号完整性问题
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IConnect 仿真和检验。

IConnect Z-Line 与 TDR。
高效简便地建立信号完整性模型及检验设计

IConnect® TDR 和 S 参数软件在 SPICE 仿真器和 TDR 或 S

参数测量之间提供了集成式仿真和比较链路，可以迅速检验

IConnect 或外部工具 ( 如现场解析装置 ) 生成的模型。您可

以检验自己的电路板走线﹑封装或连接器的模型或厂商提供

的模型。使用外部 SPICE 仿真器或 IConnect 线性仿真器，

检验整个设计，保证设计可靠，眼图位于指标范围内。

精确的阻抗测量方式

IConnect® 软件使用阻抗去卷积 (Z-Line) 算法，进一步增强

了 DSA8300 中的阻抗计算功能。Z-Line 算法有效处理 TDR

阻抗测量中的多重发射现象，生成真实阻抗廓线。结果，您

可以更加准确地测量 PCB 走线阻抗，提高了测量之间的数

据相关性（包括世界上其它地方同事或客户进行的测量之间

的相关性）。IConnect Z-Line 生成的真实的阻抗廓线不仅

可以改善 TDR 示波器阻抗测量精度，还可以提高 TDR 示波

器的分辨率。EZ Z-Line 用户界面为任意数量的波形提供了

Z-Line 单键计算功能，可以简便地处理和分析波形，TDR 数

据理解起来要容易得多。

使用 TDR分析封装和电路板故障

TDR 为定位 BGA 及类似封装和印制电路板中的故障位置

提供了可靠的非破坏性方法。IConnect 软件 Z-Line 算法

改善了 TDR 分辨率，可以更简便地定位开路和短路问题。

在 IConnect  Z-Line 算法与 TDR 入射上升时间为 12ps 的

80E10 TDR 模块一起使用时，为芯片和封装的故障分析提供

了亚毫米的分辨率。IConnect® EZ Z-Line 用户界面在设计

时专门考虑了故障分析人员的需求，为任意数量的波形提供

了 Z-Line 单键计算功能，可以迅速简便地比对已知良好的

器件连线和针脚与怀疑有问题的器件，这使得 TDR 数据理解

起来容易的多。用户可以简便地找到开路问题位置和信号到

地短路的位置，并能够快速找到平面到平面短路﹑信号到信

号短路﹑电阻短路问题。
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主要特点	 80SSPAR	 80SICON	 80SICMX
长记录 ( 高达 1,000,000 点 )	 X	 X	 X
Z-Line	 X	 X	 X
      L-C 读数	 X	 X	 X
      50 校准 ( 不要求 )	 X	 X	 X
S 参数	 X	 X	 X
      真差分	 X	 X	 X
      灵活校准：短路，开路或直通	 X	 X	 X
      50 校准 ( 不要求 )	 X	 X	 X
      幅度和相位显示	 X	 X	 X
      Touchstone(SnP) 文件输出	 X	 X	 X
使用 JEDEC 方法计算 L 和 C	 X		  X
Z-Line,S 参数，L-C 计算 , 步进频谱和眼图一致性测试	 X	 X	 X
眼图		  X	 X
      从 TDR/T 或 S 参数		  X	 X
      从 SPICE 模型		  X	 X
      带有串扰效应的眼图		  X	 X
      行业标准或用户指定数据模式		  X	 X
      发射机和接收机均衡		  X	 X
      插入抖动 / 噪声		  X	 X
      BER、抖动、噪声测量		  X	 X
      BER 眼图模板测试		  X	 X
      自动模板位移，适应不对称眼图		  X	 X
HDMI、PCIe 和 SATA 标准眼图一致性测试		  X	 X
      自动插入抖动，闭上发射机眼图		  X	 X
      特定标准模式		  X	 X
      特定标准均衡		  X	 X
步进频谱		  X	 X
拓扑模型		  X	 X
      损耗和损耗耦合		  X	 X
      Z-Line 无损耗，集总式或分布式		  X	 X
      完整的拓扑模型系统		  X	 X
PSpice, HSpice 和 Berkeley SPICE3 输出格式		  X	 X
仿真器集成链路		  X	 X
IConnect 线性仿真器		  X	 X
行为模型 (MeasureXtractor)			   X
      全自动建模，不需要用户干预			   X
      使用 TDR/T 或 VNA S 参数数据建模			   X
      在时域和频域中同时建模			   X

主要特点摘要

特点

电路仿真接口

集成链到 HSpice ﹑ PSpice 和 Berkeley SPICE3

IConnect 线性仿真器

仿真器包括：

Berkeley SPICE3 完整版

IConnect 线性仿真器

计算机要求

特点           说明	

处理器       1 GHz 英特尔奔腾处理器（或同等功能）	

RAM          1 GB（为运行大型 MeasureXtractor，推荐 1GB ）	

硬盘           40MB 空闲空间	

操作系统    Microsoft Windows XP/Vista/7	

监视器       1024/768 或更高分辨率。（在 CSA/TDS8000、

                  CSA/TDS8000B 或 CSA/DSA/TDS8200 采样示波

                  器上直接运行 IConnect® 时，推荐使用额外的外

                  部监视器）

其它           National Instruments GPIB 卡，2.1 版 (DSA/

                  CSA/TDS8xxx 本地 TekVISATM 接口不要求 )
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订货信息 *2

80SSPAR

IConnect® S 参数和 Z-Line 软件

包括：从购买之日起第一年维护和支持服务

80SICON
IConnect® 信号完整性 TDR 和 S 参数软件

包括：从购买之日起第一年维护和支持服务

80SICON 包括所有 80SSPAR 功能

80SICMX
IConnect® 和 MeasureXtractorTM 信号完整性 TDR 和 S 参数

软件

包括：从购买之日起第一年维护和支持服务

80SICMX 包 括 80SICON 的 所 有 功 能 外 加

MeasureXtractor( 另外还包括所有 80SSPAR 功能 )
*2 另外还作为选项在 DSA8300 采样示波器上提供，详情请参见 DSA8300 产

品技术资料。

80SSPAR﹑ 80SICON和 80SICMX的标准选项

选项	 说明

选项 USB	 USB 硬件密码 ( 加密狗 )

选项 PPD	 并口硬件密码 ( 加密狗 )

现有的维护协议的标准 IConnect 延长选项

选项	 说明

80SSPAR SWS1	 把 80SSPAR 维护协议延长一年

80SSPAR CUR	 续签过 80SSPAR 支持期的许可协议，	

	 如需报价，请客户经理与或产品线联系。

80SICON SWS1	 把 80SICON 维护协议延长一年

80SICON CUR	 续签过 80SICON 支持期的许可协议，	

	 如需报价，请客户经理与或产品线联系

80SICMN SWS1	 把 80SICMX 维护协议延长一年

80SICMN CUR	 续签过 80SICMX 支持期的许可协议，

	 如需报价，请客户经理与或产品线联系

升级选件
选项	 说明

升级到 80SICON	

80SSPARUP	 从 80SSAPR 升级到 80SICON

  选项 ICONUSB	 增加 USB 硬件密码 ( 加密狗 )

  选项 ICONPPD	 增加并口硬件密码 ( 加密狗 )

升级到 80SICMX	

80SICMX	 从 80SSAPR 升级到 80SICMX

  选项 ICMXUSB	 增加 USB 硬件密码升级 ( 加密狗 )

  选项 ICMXPPD	 增加并口硬件密码升级 ( 加密狗 )

80SICONUP	 从 80SICON 升级到 80SICMX

  选项 ICMXUSB	 增加 USB 硬件密码升级 ( 加密狗 )

  选项 ICMXPPD	 增加并口硬件密码升级 ( 加密狗 )

推荐硬件兼容能力

DSA8300、DSA8200、CSA/TDS8200 或 CSA/

TDS8000， 带 有 80E10、80E08 或 80E04 TDR 采 样 模

块 ( 支持本地 TekVISA 接口；直接安装在仪器上，并直

接在仪器上运行 )

P80318 － 18GHz 差分 TDR 探头。为对采样示波器或

TDR 模块的每条通道提供静电保护，推荐使用 80A02 模

块

P8018 － 20GHz 单 端 TDR 探 头。 为 对 采 样 示 波 器 或

TDR 模块的每条通道提供静电保护，推荐使用 80A02 模

块

80A02 － EOS/ESD 保 护 模 块 (1 通 道 )， 推 荐 使 用

P8018 或 P80318 TDR 探头

互连电缆 ( 第三方 )

泰克建议在订货时，这些高带宽产品使用优质性能互连电缆，

以最大限度地降低测量恶化和变化。W.L Gore& Associates 

的电缆组件 ( 请参阅 www.gore.com/tektronix)，兼容 80Exx

模块的 2.92mm ﹑ 2.4mm 和 1.85mm 连接器接口。如果想

定这些组件，请与 Gore 联系。

校准套件和配件 ( 第三方 )

为了便于使用这些电接口 TDR 模块和 IConnect 软件安进行

S 参数测量，建议使用 Maury Microwave 提供的高精度校准

套件﹑适配器套件﹑连接器装置﹑空气线﹑扭矩扳手和连接

器量规。这些组件 ( 参阅 www.maurymw.com/tektronix.htm)

兼容80Exx 模块的2.92mm﹑ 2.4mm和 1.85mm连接器接口。

订购校准套件及其它组件，可以与 Maury Microwave 联系。

产品经 SRI 质量体系注册机构注册到 ISO 9001 和 ISO 14001。

产品符合 IEEE 标配 488.1-1987、RS-232-C 及泰克标配规

定和规格。
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